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[.;OREAS
Akimsiz Nikel Egitimi




Akimsiz Nikel

“Cozeltideki tuzlarn kullanarak herhangi bir elektrik
akim kaynagi kullanilmadan nikel alasimi
kaplayabilen bir prosestir”
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Akimsiz Nikel
Anahtar Ozellikler

Brenner & Riddell tarafindan 1946 yilinda gelistirildi

Ik ticari proses "KANIGEN" 1955

Otomatik katalitik proses

Malzeme geometrisindeki farkliliklara ragmen es kalinlik dagilimi
Bir cok farkli malzeme kaplanabilir

Birlikte kaplanabilir: - fosfor, bor veya kompozit

Kaplandigi halde Mikrokristal yapidadir. (P % 4.5'un altinda)
Amorf yapi olarak kaplanabilir (% 10.5 Gzerinde P)

% 4.5 & % 10.5 P arasinda yapi1 mikrokristal ve amorf karisimidir
Sertlestirilebilme kabiliyeti (kristal yapi formuna gecer)
Mukemmel korozyon direnci

lyi asinma dayanimi

Elektrolitik nikelden uygulamaya gore daha pahali olabilir
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Kaplama Geometrisi - Karsilastirma

Elektrolitik nikel Elektrolitik nikel
Not: Girintilerde ince kaplama Not: Yiizeyin her yerinde es
Cikintilarda kalin kaplama kalinlik dagilimu.
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Akimsiz Nikel

Basit Proses Aciklamasi

= (Cozelti: nikel iyonlari, kimyasal indirgeyiciler ve kompleksler icerir.

= Sodyum hipofosfit en yaygin kullanilan indirgeyicidir.

= Yuksek sicaklikta nikel iyonlari metalik nikele indirgenir. (yaklasik
90°C)

= Fosfor (veya Boron) korozyona dayanikli ve homojen kaplamalar
uretmek icin nikelle birlikte kaplanir.
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Akimsiz Nikel Kaplama Cesitleri

= Duasuk Fosforlu
- 2—-4% wiw
= Orta Fosforlu
- 6 —-10% w/w
= Yuksek Fosforlu
- 11 -13% wiw
= Ni-B
- <1% B w/w
- 5-6% B w/w
= Nikel Kompozitleri
- PTFE, Silikon Karbur veya Elmas
= Coklu Alagsimlar
= Ni-P-Cu(1%), Ni-P-Sn(1%), Ni-P-W(7%), Ni-P-Co(6%), vb.
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Akimsiz Ni/P

= Indirgeyici olarak Sodyum Hipofosfit kullanilir
= Alasim elementi olarak fosforla kaplanir
= Sertlestirebilir

= Fosfor icerigi agirlik olarak %2 ve %13 arasinda
degisebillir.
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Akimsiz Nikel — Kaplama Mekanizmasi

Ana reaksiyon (Ni-P cozeltisi)

3NaH,PO, + 3H,0 + NiSO, >
3NaH,PO, + H,SO, + 2H, + Ni°

Yan reaksiyon

3NaH,PO, = («atitikeneri)=> NaH,PO5 + 2H,0 + 2NaOH + 2P
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Akimsiz Nikel- bazi gercekler

“Fosfor icerigi azaldikga, kaplandigi haldeki sertlik artar"
“Fosfor igerigi arttikga, korozyon direnci artar”

"Yaklasik %12 P icerikli kaplamalar manyetik degildir"
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Degerlendirme Igin Onemli Bir Iliski

pH'In kaplama hizi ve kaplamadaki P i¢cerigine
etkisi
) =
12 —&— Deposition Rate
(micron/hour)
8 —— % Phosphorus in
deposit
4 /
0
3 4 5 6 7
pH
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Dusuk Fosforlu Akimsiz Kaplama

Kaplandigi durumda yuksek sertlik (800 VHN)
1000 VHN elde etmek i¢in 1s1l igslem yapilabilir
Mukemmel asinma direnci

= Kaplama gerilimi kompresiftir (basma yonunde)
Alkali ortamlarda korozyona ¢ok dayanikli
Yuksek ergime noktasi (yaklasik 1350°C)

-Niposit PM 988
-Niposit PM 980
-Niposit LT
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Orta Fosforlu Akimsiz Nikel

= Asit veya alkali ortamlarda orta seviyede korozyon direnci
= lyi kaydiricilik

= |sil islem sonrasinda yuksek sertlik (yaklasik1000 VHN)

= Parlak veya yari-parlak dekoratif bir gorunum elde edilebilir

-Duraposit MF- 0820
-Niposit 65
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Yuksek Fosforlu Akimsiz Nikel

= En zor ortamlarda maksimum korozyon korumasi

= Lehimlenebilir kaplama

= Kaplamada iyi suneklik

= Manyetik olmayan kaplama

= Kaplama gerilimi kompresiftir (basma yonunde)

= Kaplandigi durumda yaklasik olarak sertlik 550 VHN

-Duraposit MF-1110
-Ronamax SR
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Akimsiz Nikel - Boron

= <% 1 Bor igerir

= Son derece sert kaplama (Kaplandigi durumda 850 VHN)
= Yuksek ergime noktasi (1450°C)

= Kolay lehimlenebilir

= lyi ultrasonik bag 6zellikleri

= Yuksek elektrik iletkenligi

-Niposit 468
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Celik Yuzeylerin Kaplanmasi

= Yuzeyi hazirlama
— Sicak yag-alma (Ronaclean SC200 veya EC/SC 560)
— Elektrolitik yag-alma (Ronaclean DLF veya EC/SC 560)
— Ronasalt 369 ile aktivasyon (DKP)

— Akimsiz nikel kaplama
« Kaplama hemen baglar, ayri bir midahaleye gerek yoktur
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Demir Disi Metal Yuzeylerin Kaplanmasi

Sicak yag alma (Ronaclean SC200 veya EC/SC 560)
Elektrolitik yag alma (Ronaclean DLF veya EC/SC 560)
10%’luk sulfurik asite daldirma
Akimsiz Nikel
— Kaplamaya Baslamak Icin :
* (a) Kaplaniyor olan bir malzemeye temas, veya celik ¢elik bir tel
veya bir kupon ile kaplanacak malzemeyle dokunmak.
- (b) lyonik paladyum ile kaplama
* (c) Dogru akim kaynagi ve nikel anot kullanarak baslatma akimi
vermek
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Aluminyum & Alasimlarinin
Kaplanmasinda
Onemli Bilgiler
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Aluminyum Yuzeylerin Kaplanmasi

= Yag alma: Ronaclean SC-400

= Asindirma: DurAlclean (Asidik)

= 50% Nitrik asit uygulamasi

= Duraprep 520 Zincate

= 50% Nitrik asit uygulamasi

= Duraprep 520 Zincate

= Akimsiz Nikel Kaplama
— Darbe Akimsiz Nikel (Niposit LT)
— Direk Akimsiz Nikel Kaplama

= * Asidik asindirma hassas aliiminyum pargalar icin tercih edilir ayrica daha
cevrecidir.
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Akimsiz Nikel

Ozellikleri
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Kaplama Sertligi
Sertlik (VHN)

(Isil Islem: II)

1000-
900 -
800 -
700 -
600 -
500 -
400 -
300 -
200-
100-

Dusuk P Dusuk P Sert Yilksek Yiiksek
(1) Krom P (II) P
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Akimsiz Nikel —Proses Secimi

Niposit LT | Duraposit | Duraposit MF- | Niposit

MF-0820 1110 468
Korozyon Direnci X X
Non-Manyetik X
Kaynak X X X X
Lehimlenebilirlik X X X
Asinma Direnci X X
Yuksek Sertlik X X
Yiiksek Sicaklik Direnci X X
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